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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：

1. 标记：
当客户有要求加标记的，按客户要求添加;当客户没有要求的，仅加UL和date cod，如
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当客户要求不加标记时，FP标记及UL不需加，仅加date code
2）若顾客有要求加无铅标记，则加无铅标记，否则默认不加无铅标记；

3）客户要求加标记在顶层或底层，但未具体说明加在哪层，优先按加在字符—阻焊---线路层顺序处理；当无法加下时需确认，新增字符层需确认
4）客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；
5）客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。
6）序列号：序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步
2. 板材、叠层：
1） 板厚≥1.0mm时,公差按+/-10%控制.板厚＜1.0mm时,按客户文件制作或超能力与客户确认
3. 钻孔：
1） 文件中无孔径公差要求，成品孔径公差默认为 PTH：+/-3mil;NPTH：+/-2mil；大于等于6.2mm的PTH孔公差按+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差超能力的按+/-4mil控制
2） 过孔孔径公差有要求按其要求处理，无公差要求，过孔成品孔径按+0.076/-0.20mm；

 3) 凡是盘孔等大、或盘小于孔 同时没有定义孔属性的，没有电器性能连接的都要与顾客确认孔属性
4. 线路、表面工艺：
1)  断线头需要EQ问顾客
2） 内层隔离盘不满足快捷能力，按工艺能力掏大隔离盘；

3） 内层电地层花盘散热盘不够大，可以加大；

4） 文件中没有特殊要求，可以删除孤立焊盘，但压接孔处的孤立焊盘必须保留不允许删除。
5 ）椭圆焊盘宽方向焊环不够，按文件制作；

6） 线路层上蚀刻字大小和间距不足，可以加粗线宽,但不能改变字体大小(见范例)
A）下图为客户接受，只加粗字体，但不改变大小；
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B）下图为客户不接受，不仅加粗字体，而且也改变了大小；
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5. 阻焊、字符：
1） PTH孔未阻焊开窗，按文件制作保证阻焊不入孔； 
2） 阻焊净空度不足（阻焊上盘）和净空度过大（阻焊露线），可以调整；

3） 文件中无特殊要求时，BGA区域过孔按文件制作(表面工艺为HASL/LFHASL时需要与客户确认)；

4） 字符离焊盘太近，削去上盘部分的字符（如果字符不清客户接受）；

5） 器件孔/SMT/BGA区域阻焊桥不允许擅自删除，对于空间不足的，需EQ确认是否删除阻焊桥！CAM需注意如下图箭头处需有阻焊桥
[image: image4.jpg]



6. 外形、拼板：
1） 文件中无外形公差要求，默认为+/-0.1mm；
2） SET交货板，辅助边上加NPTH定位孔和光学识别点需要与客户确认； 
3） 文件中无具体要求时，SET交货板，辅助边上可以添加分流点（或铜皮）；
4） 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5° 
7. 其他：
1） 客户不接受单拼报废； 
2） 此顾客对桥连邮标孔要求较特殊，CAM制作时注意。根据顾客提供的Word文档的“BREAKOUT PIPS”要求选择相应的外形方式。例如顾客此处选择“C”，则按C行要求加桥连，而C行对应的“HOLES Reqd”列中描述为None，则代表不加邮票孔（详见下图）:
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3） 此客户有多个终端客户，其中一个终端客户是Concurrent Technologies Plc，对于阻焊有特殊要求，如果遇到下图中的设计，且焊盘间距大于等于8mil，需要与客户确认是否需要制作阻焊桥。同时此终端客户需要进行光绘确认；
[image: image6.png]



4） 若顾客有如下任一要求时：

A） 要求一：
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B） 要求二： 

[image: image8.png]Notes:
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制作方法为：反光点大小与形状按客户要求（下图大小是1.016mm，形状与周围铜点不一样），直径7mm范围内为无铜区，阻焊开窗大小如没有要求按直径4mm开窗制作，同时直径7-25mm范围内铺铜（除导体和其他东西外，板外的删除后允许不足，具体参考下图制作）：
[image: image9.png]12 .9mn





5）：当客户说明文件中有指明铜厚最小值的，成品按指明的最小值控制；如果没有指明铜厚最小值的或者客户要求铜厚低于IPC平均值要求的，按平均值控制且铜厚必须满足IPC标准。
6)所有焊盘都不允许做复合型开窗设计。
8. 工程问题处理办法：针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法
[image: image10.emf]工程问题处理办法. xlsx


V172终端客户（GMABRO）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0001;优先等级大于V172
                                            
[image: image11.emf]gmabro.doc


V172终端客户（Fluke）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0002;优先等级大于V172(终端0002与终端0003顾客名称一致，按销售下单时的终端代码查询相应的要求即可，终端代码0002的使用该要求)
                                             
[image: image12.emf]fluke.docx


V172终端客户（Fluke）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0003;优先等级大于V172(终端0002与终端0003顾客名称一致，按销售下单时的终端代码查询相应的要求即可，终端代码0003的使用该要求),摘于DP419000  REV.2.8
                                               
[image: image13.emf]FLUKE(V0003).docx


V172终端客户（VALEO）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0004;优先等级大于V172
                                              
[image: image14.emf]VALEO.docx


V172终端客户（AMS Neve Ltd）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0006优先等级大于V172
                                               
[image: image15.emf]AMS Neve Ltd.docx


V172终端客户（Grass Valley）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0007优先等级大于V172

[image: image16.emf]grass valley.docx


V172终端客户（Siemens Healthineers AG）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0012优先等级大于V172
1. 标记：
1） 顾客制板说明中无特殊要求时，在字符层加快捷全套标记，无法加快捷全套标记时, 优先按照工程规范对全套标记进行缩小或拆分，如若缩小或拆分后仍在板内加不下，则优先保证UL标记和DATE CODE加在单元板内（UL标记和Date code在板内无法加下时，与顾客确认），FP标记可加在工艺边上，周期格式为：WWYY,若无字符层，可添加字符层）。

2） 每个单板都需加电测章，同时ERP中备注：电测章需使用“E”字标记，而非“T”字标记；
3） 若文件中无ROHS字样，要求加ROHS字样，必须加在单元板内，如加不下需确认（有铅喷锡板除外）
4） 客户设计在板面的型号是PCBA型号，与PCB型号不一致，不用确认。
2. 钻孔：
1） PTH完成孔径6.2MM以上,公差-0+0.1时，可按+0.2MM;NPTH6.3MM以上,公差可按+0.2mm；
2） 孔符图中无MOUTING HOLE说明时，则可不理会部分顾客要求中的MOUTING HOLE；孔表中孔数与实际文件不一致时，按照钻孔gerber文件制作即可。
3）客户设计的内槽、大孔超公差要求时，先走内部评审，若内部评审无法满足要求再与客户EQ确认
3. 线路、表面工艺：
1） 板边允许削盘，以确保不漏铜；
2） 板厚大于2MM，或有压接器件的板，不允许删除内层非功能盘；
3） 喷锡板均按无铅喷锡工艺；
4） 表面工艺：

a） 无铅喷锡（799）：铅锡厚度：2-40um范围；

b） 沉金（795）：镍厚：3-6um，金厚：0.05-0.12um范围；

c） 沉锡（782）：最小锡厚：1.2um；

d） 镀硬金（604, 也含金手指镀硬金）：镍厚：5-10um范围，金厚：2.5-5um；

5)文件中若有断线头，照文件制作，无需确认。

4. 过孔工艺：

1).孔铜单点最小20um，平均25um，

2).对于过孔小于等于0.7mm的，按从BOT面塞阻焊并盖油处理；

3).要求过孔塞孔，但有单面或两面开窗，需要与顾客确认制作方式。
4).制板文件中明确要求过孔不盖油，但是GERBER文件设计部分有双面盖油或是单面盖油时，处理方法：对  盖油的在盖油面加小开窗（比孔单边大3mil）处理,BGA区域除外

5).部分板要求过孔树脂塞孔，实际文件过孔有设计独立的圆形开窗，客户接受我司建议：后续此类要求的板，过孔的独立圆形开窗都保留制作

      [image: image17.png]
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6）当客户要求过孔工艺按照IPC4761 VI-b制作时，请按阻焊塞孔+双面盖油制作，不用确认
5. 阻焊、字符：
1） 无要求时，阻焊颜色为绿色亮光油墨，所有绿色亮光阻焊要求的订单使用以下油墨型号，工程预审以及CAM需将油墨型号录入到工程系统中：
	颜色
	光泽度
	是否含卤素
	型号

	绿色
	亮光
	有卤
	PSR-4000 G23K（优先使用）

	绿色
	亮光
	有卤
	PSR2000 SP-200T/CA-25 SP200（静电喷涂专用）

	绿色
	亮光
	无卤
	LP-4G/G-91


  客户油墨库如下,如客户有特殊要求（绿色亮光以外）的油墨，请按此选用

	品牌
	系列
	型号
	颜色

	Vantico

温泰克
	Probimer 65
	7203/7204
	Blue

	
	
	7203-2/7211
	green

	
	
	7203-5/7211
	green/matte

	
	
	7105/7107 or 7108
	green

	Vantico

温泰克
	Probimer 77
	7111/7167
	green

	
	
	7179/7180
	green

	
	
	1070/1050
	green

	
	
	8033/8045/8068
	green

	Shipley
	SPSR
	5900SP matt
	green

	Coats

高氏
	Imagecure
	AQXV-501
	green

	Taiyo

太阳
	PSR-4000
	AUS5
	green/blue

	
	PSR-2000
	SP-200T
	green

	
	GPSR-4000
	G23K
	green

	Sun

原英国高氏油墨
	Imagecure
	XV501T
	green

	Nanya

南亚
	LP-4G
	G-91
	green

	Elga Europe
	OSPR
	5600
	green


2） 对于BGA区域，必须保证有阻焊桥；

3） 反光点未开窗时，允许加开阻焊窗；
4）外层基铜铜厚大于等于2OZ时，接受部分在基材部分在铜面上的字符残缺模糊

5）阻焊开窗连接在一起，不制作阻焊桥，按原文件加工,如下图:

          [image: image19.png]



6）字符层小于1mil线宽的字符允许删除

7）阻焊厚度要求：

	外层基铜（微米）
	铜面上阻焊厚度最大（微米）

	7-69
	50

	70-104
	60

	≥105
	100


8)除了盖油的孔，其他的孔都不允许有阻焊入孔
9）客户设计的0.039mil及0.0394mil的丝印删除,不用确认
6. 外形、拼板：
1） 机械公差：（无说明或者标注时按照如下要求控制）： [image: image20.png]



	标注
	具体要求

	
	孔径范围
	公差要求

	a 外形公差（指单元小板）
	1. 尺寸≤200mm，公差 -0.3mm,每增加100mm 公差加-0.1mm；
	客户单板说明中外形公差要求，与该部分顾客要求矛盾时，外形公差以客户GERBER文件中的说明文件为准

	
	2. 外形中当有V-Cut时，V-CUT所在边尺寸≤200mm，公差 +/-0.2mm,每增加100mm 公差加+/-0.1mm；非V-cut所在边按第1点处理。如果存在v-CUT边的对称边是铣的情况，则对称边按VCUT边公差控制。当外形调整公差后，无法满足b要求时，可忽略该要求。考虑存在局部跳V-CUT ，局部铣外形，只要外形边存在V-CUT，统一按V-CUT类型的公差处理；


	

	d(槽） 
	/
	PTH槽公差按+0.25/-0mm
NPTH槽公差按+0.2/-0mm

	k（PTH孔）
	小于0.7mm
	公差 + 0.05/-0.1 mm 

	
	0.7-2.0mm（包括2.0）
	公差 + 0.1/-0.05mm

	
	2.0-6.0mm（不含2.0）
	公差+ 0.2/-0mm

	
	>6.0mm
	公差+ 0.25/-0 mm

	I( NPTH孔）
	≤ 2.0mm
	公差+ 0.1/-0mm

	
	≤ 6.0mm且> 2.0mm
	公差+ 0.15/-0 mm

	
	> 6.0mm
	公差+ 0.25/-0mm


2） 如存在下图所示的外形方式，single pcb尺寸公差控制+/-0.2mm。
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 3）V-CUT余厚公差+0.15-0时，顾客接受按+/-0.1mm，对于客户有V-CUT与铣空区域重合设计可能产生板边毛刺的，需要与客户EQ确认，EQ内容：向板内铣0.2mm避免毛刺，如果间距不足，请允许我司削铜保证不露铜。不允许确认接受毛刺。 要求V-CUT角度30度，但V-CUT位置走线距板边距离不满足V-CUT能力，顾客允许调小V-CUT角度为20度

  4) 当部分板有锥口孔要求，且要求大孔角度公差为+/-1度时，此类模板的板锥口孔的角度公差都按+/-5度制作

                                         [image: image22.png]This non pladet drillswith dlameter 1,00mm must be'
manufactured like the picture below,
chamfer from side.
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7.
	顾客代码
	顾客要求
	新单ERP的编写要求
	NOPE单ERP的编写要求（只针对有卤素且颜色为绿色的油墨要求）

	V2V1
	顾客指定油墨型号
	按顾客指定的油墨型号编写各个工厂的ERP指示。
	按顾客指定的油墨型号编写ERP指示


8.对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料

9..100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊（注：此要求只适用于刚性板）

10.序列号：序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

11.如果客户提供的文件清单中提到贴片层，实际未提供贴片gerber文件的，按文件制作即可,不用确认
12.验收标准：Siemens MFR 290/020（包含IPC-II级标准）（顾客制板说明中特殊要求除外）；

13.网表：无网表提供时，不做网络比较,网络比较发现有开短路问题时，按照顾客GERBER文件制作即可
14.材料：
A， 客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料(注意：不允许使用S1000H)。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料(注意：不允许使用S1000H)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料，但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、层数≥12层

	c、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	e、小于等于0.5pitch板

	f、盲埋孔

	g、凹蚀订单


TG170材料但没有指定材料具体型号要求时在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料。

B， 客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）没有具体说明时，0-6层板在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料(注意：不允许使用S1000H)。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，在与客户确认叠层时向客户推荐使用我司常备物料(注意：不允许使用S1000H)。

我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用TG170材料,没有指定材料具体型号要求时,可使用公司主推的高Tg FR4材料材料,但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	d、小于等于0.5pitch板

	e、盲埋孔

	f、凹蚀订单


8层以上（含8层）板统一使用TG170材料,没有指定材料具体型号要求时,可使用公司主推的高Tg FR4材料. 

            NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换。
15.叠层：

    ①修改顾客叠层，需要与顾客确认；

     ②当叠层剖面图的基铜厚度与右下角要求的铜厚不一致时，请按照叠层剖面图的基铜厚度制作。
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16.多层板外层基铜要求1oz,完成铜厚2oz，可采用1OZ基铜压合，外层完成铜厚最小按47.9um（IPC II级标准）

17.顾客制板说明：

    经与客户沟通，以下点可按照如下要求操作，以后不需EQ确认。

①说明文件要求所有层铜厚最小35um（如下图）----客户接受我司建议：内层完成铜厚满足IPC-II标注最小24.9um,同时内层基铜还是按35um来制作。
                       [image: image25.png]. PCB SHALL CONFORM TO GENERIC PERFORMANCE OF PWBS, AS DEFINED IN IPC-6011, IPC
IPC-2221 (CLASS 2) AND IPC-A-600, SUPPLIED DATA AND DRAWINGS.

. BOARD MATERIAL SHALL CONFORM TO IPC-4101/126 (DIELECTRIC) AND IPC-4562 (FOIL)
- ALL LAYERS SHALL BE MINIMUM, COPPER 35UM (1 OZ/PER SQ IN).
- BOARD THICKNESS: 1.58 MM +/- 10%





②部分板会提到当阻焊开窗与焊盘等大时，允许加大阻焊开窗单边不超过0.05mm或0.06mm（如下图）。----客户接受我司建议：直接按我司规范加大即可，以保证阻焊不上SMT焊盘
                 [image: image26.png]5. FINISH TYPE SHALL BE: ELECTROLESS NICKEL/IMMERSION GOLD (ENIG), PER IPC-4552.

. SOLDERMASK: APPLY GREEN LIQUID PHOTO-IMAGEABLE (LPI) SOLDERMASK PER IPC-SM 840 (CLASS T) USING
SUPPLIED ARTWORK. SOLDERMASK PADS ON ARTWORK ARE 1:1. ALLOWABLE FEATURE ENLARGEMENT

(SWELL/GROWTH) IS 0.05mm MAX. EACH SIDE.

7. SILKSCREEN: MARKING TO COMPLY WITH IPC-4781. APPLY (WHITE) SILKSCREEN USING SUPPLIED ARTWORK.
SILKSCREEN SHALL NOT ENCROACH ONTO EXPOSED CONDUCTIVE SURFACES OR ON FUNCTIONAL COPPER PADS. ANY

ENCROACHMENTS SHOULD BE CLIPPED BY SUPPILIER




③部分板有定义为焊盘的属性，但是没有阻焊开窗即为盖阻焊的效果（如下图）---客户接受我司建议：后续此类要求的板，没有设计开窗的焊盘都按文件制作。（为什么会有这种问题，是因为这种焊盘将两个不同的网络连接在一起，在ECAD软件里必须以这种方式完成，此点请工程了解。）
[image: image27.png]



 ④部分板有提到板厚测量铜皮区域（如下图）--后续此类板提到此说明的成品板厚都不包括阻焊厚度

                          [image: image28.png](X] 8. MATERIAL(S): FR406 Tg>= 17@ Deg C, Td>= 30@ DEG C.
- FINISH PCB MUST BE COMPILIANT WITH RoHS DIRECTIVE
2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT OF JANURAY 2003,

OR LASTEST REVISION.
- PCB SHALL BE MARKED PER NOTE 16, WITH A SYMBOL TO INDICATE COMPI

WITH RoHS DIRECTIVE 2002/95/EC REQUIREMENTS.
- THIS PCB WILL BE USED IN A Pb-FREE ASSEMBLY PROCESS AND
MUST BE Pb-FREE SOLDERING COMPLIANT.
- NOMINAL THICKNESS 70 BE: .062 =/-.006
- MINIUM BASF COPPER WEIGHT - SEE LAYER STACK UP.
= BOARD THICKNESS 10 BE MEASURED OVER COPPER OR
PLATEN CONTACTS WHEN APPI ICARLE.





⑤部分板层间介质公差要求，实际公差超出IPC-II级能力（如下图）-----后续此类要求的层间介质厚度公差都按IPC-II来控制
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 ⑥当部分订单提到PCB板为高压板，而且有附带其他与制版不相关的说明时，忽略以下说明信息，并且不做高压测试
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18.顾客GERBER文件:

   当客户提供gerber文件和odb两套文件时，直接忽略odb文件，以gerber文件为准
19.拼板要求

①客户在设计时先用自动化拼板平台检查利用率，输出大于等于75%的拼板给我司；如果客户一直拼不到75%，则发单板文件给我司并在制板说明上标注”需要拼板”，由我司提供利用率大于等于75%的拼板给客户确认。
②所有型号，第一次EQ确认时都需要告诉客户当前拼板的利用率是多少，格式可以参考下图
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20.顾客不允许有打叉板
21.满足Siemens MFR 290/020的同时，也要满足IPC-II级标准
22.针对部分板设计一堆字符，有些印在开窗上，有些印在基材区域且无空间加大的问题，客户接受设计成一堆的字符做删除处理

        [image: image31.png]
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23.在终检型号备注栏备注客户代码V172-0012
V172终端客户（Siemens Mobility GmbH）增加如下要求：终端顾客代码：V172-0013优先等级大于V172
1.标记:
1) 无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在底层阻焊层无铜区，若无法加全套标记时，需与顾客确认

2) 若顾客制板说明中有关于无铅标记要求时，则按顾客要求，若无关于无铅标记要求时，则不允许加无铅标记。
2. 钻孔：

压接孔公差(来源于文件C25439-A3-A2-*-7442、QRS A25000-B1000-A1-*-25)：
	序号
	表面工艺
	完成孔径(mm)
	孔径公差(mm)
	min孔环(mm)
	min孔铜/max孔铜(um)

	1
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.5
	+/-0.05
	0.05
	25/50

	2
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.6
	+/-0.05
	0.05
	25/50

	3
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.75
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	4
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.825
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	5
	沉锡
	0.85
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	6
	沉锡
	0.95
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	7
	沉锡
	1.05
	+/-0.1
	0.1
	25/50

	8
	有铅喷锡\无铅喷锡/沉锡
	1
	+0.09/-0.06
	0.05
	min25

	9
	沉金
	1
	+0.09/-0.01
	0.05
	min25

	10
	有铅喷锡\无铅喷锡
	1.27
	+0.17/-0
	0.225
	25/50

	11
	沉锡
	1.29
	+0.15/-0
	0.225
	25/50

	12
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	1.45
	+0.09/-0.06
	0.225
	25/50

	13
	有铅喷锡\无铅喷锡
	1.6
	+0.09/-0.06
	0.225
	25/50

	14
	沉锡
	1.6
	+0.1/-0
	0.225
	25/50

	15
	/
	2.3(NPTH)
	+/-0.05
	/
	/

	16
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	2.4
	+0.09/-0.06
	0.05
	Min25

	17
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	2.9
	+/-0.05
	0.2
	25/50

	18
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	3
	+0.15-0
	0.2
	25/50

	19
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	3.1
	+/-0.05
	0.2
	25/50

	20
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	4.3
	+/-0.05
	0.2
	25/50


压接孔识别：制板说明写yes的，然后gerber文件会分钻带
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客户不再提供“hole drawing” (*-7653)孔符文件，同时用不同的钻带gerber文件表示不同要求的孔，钻带文件举例如下
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3. 线路、表面工艺：
1) 不允许删除内层孤立盘；

2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：允许移线或削孔盘≤2mil（单边），除线路正常补偿外，焊盘只允许加大≤2mil（单边），超出时需提出确认；
3) 表面工艺：（顾客表面工艺代码如下）：

    （604）为选择性镀金

    （782）为沉锡

    （795）沉金，镍厚范围4-6um

    （799）无铅喷锡

     注意：若顾客GERBER文件中有SMD盘，请将喷锡（包括有铅和无铅）表面工艺更改为沉锡

（SMD盘的识别方法：确定有无贴片文件 或者确定有无客户提供的MARK点 或者确定文件中是否有贴片焊盘存在）

4)碳油板:

  在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.
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4. 阻焊、字符:
1) 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：
	颜色
	光泽度
	是否含卤素
	型号
	品牌

	绿色
	亮光
	有卤
	LP-4G/G-05A
	南亚

	
	
	
	HSR-200 GK01SH
	海田

	
	
	
	PSR-4000 G23K
	太阳

	
	
	无卤
	LP-4G/G-91
	南亚

	
	亚光
	有卤
	PSR-2000 MT
	太阳

	蓝色
	亮光
	无卤
	LP-4G/B-50
	南亚

	
	亚光
	有卤
	R-500 MBLH
	永胜泰

	黑色
	亮光
	无卤
	PSR-4000 EG23
	太阳

	
	亚光
	无卤
	PSR-2000 ME8H
	太阳

	红色
	亮光
	有卤
	LP-4G/R-36
	南亚

	白色
	/
	无卤
	R-500 WH
	永胜泰

	黄色
	亮光
	无卤
	LP-4G/Y-31
	南亚


2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：针对BGA或贴片焊盘，客户原始设计有阻焊桥时，必须保留阻桥制作。无法保留时必须提出与客户确认；
3) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：当字符需要移动时，需要提出与客户确认。削后无法辨认的字符需要与客户确认；
5. 外形、拼板:
1) 非单拼交货的订单若客户原向提供好了拼板实体，且工艺边上没有设计铜皮或阻流点时，我司需与客户确认加铜皮或阻流点。若客户提供的只是UNIT，我司按拼板图要求进行拼板，这种情况可以按我司规则加铜皮或阻流点，无需与客户确认。
2) V-CUT公差要求：
	板材
	余厚及公差
	板厚

	FR4
	板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm  公差+/-0.1mm
	无

	CEM3
	0.65+/-0.1mm
	1.6mm

	CEM1
	0.65+/-0.1mm
	1.6mm

	MCPCB
	0.65+/-0.1mm
	1.5mm


顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认
3) 机械公差：
    当客户图纸当中未标注尺寸公差，且制板说明文件中也没有公差说明（如下图1）时：

请按照外形公差+0/-0.3mm，铣内槽按+0.2/-0mm制作(此公差对于金属化铣槽较严格，槽宽2.5mm以内直槽可以用钻槽方式制作，其余情况铣槽需外发金属基板CNC制作，技术中心已评审)，此公差要求来源于顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf）。
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          图1


         其余机械公差(见下图2)：
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图2

  上图中：     标识                尺寸                      公差要求

                B                                           +/-0.15mm

                C                  无                        +/-0.1mm 

                D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

                E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

                                 直径>3.6 mm                +/-0.15mm

                F                  无                        +/-0.25mm   

                G                                            +/-0.1mm

                H                  每100mm                 +/-0.025mm

                NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm 

                                    直径>6 mm               +0.2mm

              顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

                PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

                                    0.4到2.0mm             +0.1mm

                                    直径>2 mm               +0.15mm

               PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

                                     长方向公差              +0.3mm     

               板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

               其他                                         +/-0.15mm

       如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制
  [image: image38.png]



上图中：

 a.外形公差:小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

 b、m 安装孔(mounting holes)中心到边框距离公差+/-0.15mm

d.槽公差+0.20mm

k.PTH孔≤2.0时公差+0.15mm，孔径＞2.0mm时公差+0.20mm

i.NPTH≤ 6.0mm时公差+ 0.1mm，孔径> 6.0mm时公差+ 0.2mm

c.安装孔(Diameter of mounting holes)时公差+ 0.05mm
板厚公差+/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

其他+/-0.15mm

g.PTH孔间距<600mm时公差+ /-0.08mm  
 

h.PTH与NPTH孔间距<600mm且孔径≤3.5mm时公差按+ 0.08mm 

孔径大于3.5mm时公差按+ 0.2mm   

4)拼板(以下要求来源于文件顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf):备注：下图的邮票孔设计为成品板要求

A)当板尺寸较小,我司需要以拼板交货时，优先按照以下图桥连邮票孔方式拼板,预审EQ时,需与客户确认拼板DRAWING图，图上需要标注拼板外形尺寸，单元板尺寸
    B) 对于顾客设计好的拼板（单拼板或多拼板交货），只有桥连没有邮票孔时，按照以下拼板方式增加邮票孔，不需EQ确认。

C)当客户在PDF drawing中有intended ribs are 2-3mm wide in marked places 或break web in marked places according to F25022-F4242-X-*-*-7435, edge after the disconnect smooth时，优先按照以下方式桥连+邮票孔拼板,不需EQ确认。
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7. NOPE：

在没有与客户确认情况下不可更换材料
8. 阻抗板：

顾客要求提供阻抗测试条

9. 100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊（注：此要求只适用于刚性板）

 10.翘曲度

无要求时，按长边最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm，两者取小

技术部评审结果如下

翘曲度小于等于0.7%可以满足（需理论翘曲≤0.1%）板任意一个角翘曲高度＜2.4MM，需板长边长度≤342MM

   ①.理论翘曲≤0.1%且长边长≤342MM的板可以直接制作

   ②.理论翘曲＞0.1%或对长边长＞342MM的板，按软件建议值与客户建议翘曲)
CAM需要在终检—功能检查备注扭曲的计算公式为（扭曲高度/一倍的长边长度）*100%
11.板厚公差：
顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；
12.验收标准：


SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）

13.材料


客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，使用TG170材料，没有指定材料具体型号要求时，可使用公司主推的高Tg FR4材料，但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、层数≥12层

	c、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	e、小于等于0.5pitch板

	f、盲埋孔

	g、凹蚀订单


TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。
NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换
14.顾客GERBER文件:

顾客GERBER文件中的PASTE,metal-mask,glue-mask可以忽略

15.铜厚：对于双面板和单面板，客户叠层里的铜厚都是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。
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对于多层板，客户叠层里的外层铜厚是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。

16.当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM
当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米    
若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米
17.打叉要求:


不接受打叉

18.阻焊:

如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）,即周边铜皮包围和铜皮上的开窗不允许更改大小
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19.标准:

满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准

20.电测章

      每个单元板(unit)都需加“E”字标记电测章，盖在快捷标记旁边；如位置不足,可盖在不影响贴装的位置,需避开元件的白色字框内或线路上。
21.在终检型号备注栏备注客户代码V172-0013
预审部分：
1. 除客户有特别说明外，文件中无验收标准，默认为IPC II级标准； 
2. 顾客只说明为FR4时，无其他要求时默认采用FR4 IT158（符合工艺板材转化高TG要求的按高TG材料,采用TU-768）

3. 文件中没有铜厚要求，不可默认为内层1oz，外层0.5oz（外层间距不足时采用0.33oz;内层间距不足时，会采用0.5oz），需要与客户确认； 
4. 顾客未提供叠成及厚度要求，默认按我司常规叠层，满足顾客成品板厚要求即可； 
5. 文件中没有具体油墨型号要求，默认为绿色亮光感光油墨(NanYa LP-4G/G-05 或其他相等的)； 
6. 文件中没有字符油墨要求，默认为白色热固化油墨； 
7. 文件中无阻抗公差要求，阻抗要求值≤50Ω时，默认为+/-5Ω；阻抗要求值＞50Ω时，默认为+/-10%； 
8. 线宽调整在+/-0.5mil范围内,介质厚度调整在+/-1mil范围内能满足顾客阻抗要求的，不与客户确认； 
9. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）
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10. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号
2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式
11.报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG
CAM部分：
1. 未经顾客同意，不允许板尖角修改为圆角； 
2. 顾客不接受打叉板
3. .ERP备注：
      ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作
                        对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工
                        对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工
4.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。
5.文件格式
如果文件为双面都有SMD焊盘，则需包含以下信息
1）贴片文件上的拼板方式和实际生产拼板方式要一致
2）贴片文件中的折断边上的光学点与实际生产拼板的光学点位置一致
3）贴片文件应该包含光学点和外形线
4）拼板的外形线为细线
5）贴片文件格式必须为RS 274-X

6）贴片文件示例如下图
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6.制作贴片文件的方法
1）如果客户已经提供了单板的贴片文件
①如果PCB是单板出货，请在提供的贴片文件中只添加外形线，不做其他更改;如果PCB中没有光学点，需要与客户EQ确认
②如果PCB是拼板出货，贴片文件中需要做好拼板，并且在折断边上添加光学点和外形线，单板内不允许做任何更改。
2）如果客户没有提供单板的贴片文件
①按照我司常规方式制作贴片，注意用阻焊开窗做参考基准，保留做贴片的焊盘
②将工艺边上Mark点，外形框以及单元板内的Mark点增加到贴片文件中。

③需要在文件中说说明贴片文件参考的原始Gerber文件，请务必核查贴片文件

④如果PCB上没有SMT焊盘，则需要在文件中说明没有SMT焊盘，无需提供贴片文件

⑤如果客户有提供拼板贴片文件，只需要添加外形线（如果客户提供的贴片文件中有则不需添加），并且说明贴片文件复制的客户原始贴片文件。

以上③④⑤条客户原始要求创建一个TXT文件说明，考虑到工程可操作性，不一定要创建TXT，在提供给客户的光绘文件中说明也可以。

7.光绘以及贴片文件命名

例如客户项目名为FL003455_0，则文件命名如下

光绘文件命名： FL003455_0 WF.ZIP

贴片文件命名： FL003455_0 PF.ZIP

邮件主题: WF and PF FL003455_0 PO00122222+ FP内部需要的信息 (PO+PN+FP需要的信息，如公司内部型号等)

FPC：
1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。

_1619516867.doc
1) 验收标准

IPCIII


2) 标记


默认加快捷标记、周期标记（yyww）

3) 板厚公差：


4) 板厚≥1.0mm时,公差按+/-10%控制.板厚＜1.0mm时,按客户文件制作或超能力与客户确认

5) 铜厚

无铜厚要求时，内外层基铜按1oz

6) 层间介质厚度：


无叠层结构要求时，层间介质最小90微米

7) 字符

允许字符上过孔焊盘

8) 阻焊

无要求时，阻焊按绿色哑光，字符按白色，拐角处阻焊厚度最小8微米；阻焊焊盘与线路焊盘等大时，允许按快捷规范加大阻焊焊盘。

。


1.  (
Grass Valley 
客户要求
)板材

1）不允许使用Getek 或者Nelco材料

2）除非在制造图上另有说明，否则应使用符合高温RoHs的环氧基层压板，其最低Tg为170,Td为350，最高CTE为15ppm(pre-Tg)。----工程备注

2. 标记

添加FP+UL+周期标记，周期格式YYYY-WW

3. 若要添加铜皮需要与客户确认。

4. 铜厚按照IPC 3 级要求执行

5. 阻焊厚度导线上厚度≥10微米，线拐角厚度≥5微米。

6. 阻焊备注：不允许阻焊套印

7. 在线路区域以外的地方添加电测章“E”


Sheet1

		序号		项目		客户要求

		1		板材		制板说明有具体要求时，则按要求，没有详细要求时则按快捷默认常用板材，生益、南亚、联茂、台耀等。
常用：生益、南亚、联茂、台耀


		2		孔		有提供孔表时，按照孔表定义的钻孔属性制作。无孔表时，有焊环的孔默认按PTH属性设计，无焊盘或无焊环（即盘孔等大或盘比孔小）且无电气性能连接的孔都按NPTH孔设计，邮票孔按NPTH属性设计，附边定位孔按NPTH属性设计。

		3				针对盘孔等大、或盘小于孔 同时没有定义孔属性，且没有电器性能连接的，直接按NPTH制作。

		4		焊盘		允许工程按默认的工艺要求调整隔离盘的尺寸和花焊盘的尺寸，以达到加工能力要求。调整会确保导通性能，且不考虑调整是否会影响隔层的信号线。

		5				焊盘间距不足时，只允许SMD焊盘削盘最大1mil（单边0.5mil）制作，超出1mil需EQ，其他焊盘削盘需EQ确认；线路间距或孔到导体间距不足时，移动走线需EQ确认

		6				SMD盘宽方向不足7mil时，默认加大到7mil

		7				内层孤立焊盘（无功能焊盘）按文件制作，不删除。 

		8		铜皮/阻流铜		网络间隙小于等于3mil时，默认填实做成铜皮

		9				保证孔到铜皮，焊盘到铜皮的加工能力，铜皮在确保无开短路情况下允许被削。

		10				客户要求不允许加平衡铜，没有说明清楚是指单元板内还是工艺边也不能加时，默认允许SET工艺边上加平衡铜，板内不允许加。


		11		阻焊/字符		阻焊颜色无要求默认做绿油，型号按我司常规型号。


		12				针对阻焊颜色，经常会有多个说明文件，有要求绿色，有要求哑绿色，此类情况直接按哑绿色做，不用确认

		13				字符无要求时默认做白油，型号按我司常规型号。

		14				序列号周期高度要求按客户要求的+/-15%控制。

		15				字符线宽大于4mil,字符高度大于25mil， 字符到盘距离6mil.
默认允许调整满足字宽字高能力，极性标识字符保留，其它字符与字符框默认可被焊盘掏掉，默认接受因焊盘掏掉的残缺，当无法按能力调整时，默认接受设计字高不足导致的字符模糊。上表面处理的字符默认被削掉。板外字符默认删除处理。

		16				外层铜厚大于1OZ设计，字符一半基材一半铜时默认接受字符残缺

		17		阻抗		阻抗公差：默认按阻抗值小于50按+/-5ohm,大于等于50按±10%

		18				客户无要求时，默认不提供阻抗条。

		19		版本升级处理		当订单有前版本或旧文件，此次只是升级或改版，EQ问题直接参加前版本制作，不做确认。

		20		拼板		如原稿或制板说明没有要求时，单元板内加定位孔和光学点需要EQ确认，SET工艺边允许加定位孔和光学点不需要确认。
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1. 铜厚:

无要求时,面铜按IPC Ⅲ完成铜厚标准,孔铜最小20μm;

2. 阻焊:

1)客户要求过孔按盖油制作，实际文件过孔双面开窗，需EQ确认删除开窗

2)碳油, 客户要求使用ELECTRA Polymers - ELECTRAΩD’ 或 ED5000 系列碳油，需按我司碳油EQ确认

3. 表面处理:

金手指金厚2.28μm（90mil）,镍厚5μm

4. 标记:

1) 加周期、批次号、UL阻燃等级“94V-0”(已与欧焕权确认，可以单独加阻燃等级)

2) 盖电测章

5. 板材：

[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]板材阻燃等级94V-0

6. 公差

PTH孔公差+0.10mm/-0.10mm

压接孔公差+0.10mm/-0.00mm

7. 拼版、外形：

1） 邮票孔和桥连按如下图方式设计，铣槽(板与附边间距)大于等于2.4mm

[image: ]

2） V-CUT

角度30°，筋厚公差+/-0.1mm

板厚0.8mm   筋厚0.3mm 

板厚1.2mm   筋厚0.4mm 

板厚1.6mm   筋厚0.4mm 

板厚2.4mm   筋厚0.4mm 

3） 金手指倒角

倒角角度45°，深度0.5mm

4） 反光点

定位基准标识设计尺寸的蚀刻公差要求为±0.10mm

image1.png

P e GE—

preferred

cceptable

e

‘NotRecommended R







1.标记：

		按顾客制板文件指定的位置中加快捷标记，包括周期（周期格式：YYWW），加在每个单元板内，板小无法加时，快捷LOGO可更改为FP字母，另外，顾客没有要求的情况下，除以上要求的标记外不允许添加其他标记（如：不允许加无铅标记）

2.板材及叠层：

		①板材类型：

        FR4 TYPE 1    板材有：Nelco: N4000-13, Nelco: N4000-13SI

        FR4 TYPE 1A  板材有：Nelco: N4000-13, Nelco: N4000-13SI, Isola: DE104I

        FR4 TYPE 2    板材有：EMC: EM-370(D), EMC: EM-827(I), Isola: FR-370HR, Isola: IS410, Iteq: IT180ATC/ IT180ABS, Kingboard: KB-6167F, Panasonic: R-1566/R-1551, Panasonic: R-1755/R-1650, Shanghai-Nanya: SN-L5, Shengyi: S1000-2, Ventec: VT47

        ②无要求时，层间介质最小0.1mm;PP需要大于等于2张

        ③叠层结构依据顾客DRAWING中要求，如果顾客没有提供叠层结构，请EQ确认

3.板厚及外层铜厚：

       无要求时，板厚按1.6±0.2mm；无要求时，外层铜厚最大54μm

4.孔  环：

      无要求时，内层最小1mil，外层最小2mil

5.翘 曲 度：

       无要求时，最大翘曲翘曲度0.75%

6.孔径公差（无要求时）：

		      

		孔径（mil）

		公差（mil）



		



PTH

		＜32

		±3



		

		32-63

		±4



		

		64-188

		±5



		

		>188

		±6



		



NPTH

		＜32

		±2



		

		32-63

		±3



		

		64-188

		±4



		

		>188

		±5





7.线路：

    无特殊要求时，板边不允许漏铜，允许削板边铜皮或板边焊盘，允许删除内层非功能性焊盘。

8.表面处理：

      沉银：0.2-0.4微米；金手指金厚≥1.25微米


1.验收标准：

制板说明中无验收标准时，按IPC-III级标准

2.孔铜及面铜

制板说明中无孔铜或面铜要求时，孔铜按单点20μm，平均25μm

3.表面处理（制板说明中无要求时）

碳油厚度：

     1）接触焊盘（铜导体）上碳油厚度：10-50μm(最佳22μm)

     2）阻焊上碳油厚度：12-32μm(最佳22μm)

沉    金：Ni ：3-7μm，Au：0.05-0.15μm

金手指：  Ni ：4-10μm，Au：≥1μm

OSP膜厚度：0.2-0.5μm

沉银：0.2-0.4μm

沉锡：最小1.0μm

绑定焊盘：Ni ：4-10μm，打金线Au：1-3μm；打铝线Au：0.25-0.5μm

4.阻焊（制板说明中无要求时）

导体上阻焊厚度最大30μm，阻焊塞孔聚油，聚油处阻焊厚度不可高于附近焊盘30μm，阻焊塞孔深度25%-80%

5.孔环（制板说明中无要求时）：

内层最小1mil，外层最小2mil

6.v-cut（制板说明中无要求时）

角度：30±5︒；余厚：FR4板材，0.4±0.1mm，CEM-1，CEM-3板材，0.6±0.1mm

单元板尺寸公差：+0.4/-0.2mm

7.板位置标识，周期格式，批次号如下要求（供应商名称及UL标记依据V172标记要求）：

[image: ]

8.ERP备注：

  沉金板,沉金工序备注：不允许返工
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分两种情况 ，

第一种：客户提供了pdf文档的 spec report，spec中有链接的.  类似于以下这种文件 。 

[image: ]

1. 发EQ时， 打开pdf文件 spec report，点击  “send email”  这个链接， 如下显示， 

[image: ]

2. 点这个链接后， 会出来一个邮件 ： 收件人邮箱是：eq-fineline@fineline-global.com

并有固定邮件主题。

请注意在邮件的主题那里， 如下红色框显示的， 这里的内容不要做任何删除，变更或调整。什么都不要动。 （注：这里的信息非常关键，客户系统中是通过这些信息链接到相关工程师的，更改后工程师会收不到EQ）。 如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息后面增加。（但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]

如果无法链接时，请注意操作：

1． 直接发送给此邮箱：eq-fineline@fineline-global.com



将以下黄色框位置里的内容，（注：不同订单，这里内容不一样）。例如以下显示是：[ref:5000Y00000QJO68]， 将此内容直接复制粘贴在邮件主题那里， 不要做任何删除，变更或调整。如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息 后面增加。 （但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]









注意： 后面的所有相关的沟通或确认邮件 都在这个邮件上发送，回复。请不要重复点击spec  report上链接

否则客户端会有问题 。





第二种情况： 客户没有提供spec report或给的说明文件中spec， 没有链接的， 要求：

1. [bookmark: _GoBack]直接发邮件到这个邮箱：eq-fineline@fineline-global.com 。并抄送给 readme中的工程师联系人(这些联系人助理会在转单时在系统中备注)。

2. 这种情况下， 主题格式，内容和以前做法一样 。（即不同代码以前是什么要求，就按什么要求发）
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如下要求来源于顾客协议D1089670/REV 004

1.优先等级：

    Drawgings>该客规>常规IPC标准

2.标记:

    ①顾客无要求时，在单元板内加UL标记，包括周期标记

    ②工艺边上加标识（顶底层均加）：在字符层或外层线路层增加如下规则的标识，顾客PN+Drawing编号+Drawing版本+TOP(或BOTTOM),  注意Drawing版本通常没有“X”，但是顾客有时会用“X”标示；若果加在线路层，必须用阻焊覆盖，字体大小150-200MIL高，多种板合拼时，加一个标标识；如下图所示：

[image: ]

   ③板上若无层标时，需要在工艺边上加层标

3.制板说明：

    若顾客表面处理为Tin  Lead  Reflow ，也就是按HASL表面处理

    若顾客阻焊为PC401/SR1000，也就是LPI

    若果顾客字符要求为Yellow/Red ,可以更改为白色字符

    若顾客表面处理为CPC，也就是按OSP表面处理

4.材料（需符合UL认证材料）：

     顾客无要求时，顾客接受的板材如下列表：

[image: ]

5.表面处理：

    ①顾客无要求时，镀硬金镍厚：≥2.54微米，金厚：0.254-0.508微米

    ②若果制板说明中沉镍钯金或沉银超我公司能力时，可以按我公司能力制作

6.孔径公差：

    无要求时，PTH器件孔：+/-3mil;  NPTH:+/-2MIL;    过孔：+3-∞

7.孔铜：

     无要求时，孔铜及面铜依据IPC III级标准

8.线路：

     顾客无要求时，允许加泪滴；内层删除非功能性焊盘时需要确认。

9.反光点：

        该顾客一般会同时加如下3种类型的反光点，一般顾客会加好，若没有加，一般会在Drawing说明中说明如何加，若Drawing说明中仍然没有说明时，需要与顾客确认加反光点的位置(图A为常见的反光点，图B及图C为贴装时机器自动识别打叉板)。

         [image: ]

[image: ]

[image: ]

10.阻焊：

     ①顾客无要求时，允许调整阻焊开窗大小，阻焊定义焊盘（也就是阻焊限定焊盘）按我公司规范制作

     ②顾客无要求时，顾客接受的阻焊油墨如下：

     Taiyo PSR4000 G23K  

     Taiyo PSR4000 (Series) 

11.电镀填孔：

      激光孔且为盘中孔时，需要电镀填孔

12.拼板：

    ①顾客没有提供拼板图时，需要与顾客确认，要求顾客提供拼板图；

    ②允许在工艺边上加平衡铜，

   ③若是V-CUT，无要求时，边到边公差+/-.010 ，工艺边上加V-CUT防呆测试盘，如下图，盘大小按我公司规范：

             [image: ]

  ④桥连邮票孔类型：

  [image: ]

       [image: ]

13.外形公差（无要求时）：

     无要求时按+/-0.15mm；拐角倒斜角，角度45°±10°X0.020"±0.005

14.打叉板要求（无要求时）：   

		Set中unit数

		允许打叉数



		2-3

		1



		4-8

		2



		9-11

		3



		12-17

		3



		18-50

		6



		>50

		10%



		打叉数小于等于交货数的10%





15.其他：

    当离子污染要求超个公司能力时，可以按我公司能力制作。
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